
2023-2029年中国半导体封

测市场深度分析与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司
www.cction.com

http://www.cction.com
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准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展

定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录
半导体行业主要包含电路设计、晶圆制造和封装测试三个部分。封装测试是半导体产业链的

最后一个环节。半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独

立芯片的过程。    2018年中国半导体封测市场规模2194亿元，较2017年同比增长16.1%，2019

上半年封测销售额为1022亿元。2004年至今，我国半导体封测行业一直保持高速发展，年复

合增长率为15.8%。封测行业高速发展的同时，半导体市场占比逐年下降，2018年占整个中国

半导体市场的34%，这说明了封测作为我国半导体产业的先行推动力，已经起到了带头作用

，推动半导体其他环节快速发展。  半导体封测业务公司主要集中在中国大陆和台湾，台湾日

月光收购硅品后市占率高达37%，大陆企业长电、华天和通富总占比约25%。2019年Q2封测业

受到中美贸易摩擦、手机销量下滑及存储器价格偏低等因素拖累，大多数封测厂商营收持续

走跌，京元电和欣邦科技营收增长受益于面板市场超预期增长。  近年来，海外并购使中国企

业迅速崛起，获得了技术、市场，弥补一些结构性缺陷。但很明显，封装检测行业具有明显

的马太效应，海外优质并购的目标大大降低，通过并购获得先进封装技术和市场占有率的可

能性很小，自主研发技术升级将成为主流。我国试验业未来的发展方向应从&quot;增长

量&quot;向&quot;质突破&quot;转变。  中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体封测市场

深度分析与投资前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深

人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能

够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。     报告

目录：  第一章 我国半导体封测概述  第一节 行业定义  第二节 行业特点和用途     第二章 国外

半导体封测市场发展概况  第一节 全球半导体封测市场分析  第二节 亚洲地区主要国家市场概
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测     第六章 我国半导体封测发展现状  第一节 我国半导体封测市场现状分析及预测  第二节 我

国半导体封测产量分析  第三节 我国半导体封测市场需求分析  一、2019-2022年我国半导体封

测需求量  二、主要应用领域情况  第四节 我国半导体封测价格趋势分析  一、2019-2022年半导

体封测价格分析  二、影响半导体封测价格的因素  三、未来几年半导体封测市场价格预测     
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